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摘 要

摘要 電子產業為因應『危害物質禁用指令』（RoHS；Restriction of Hazardous Substances Directive）已將含鉛焊錫改成無

鉛焊錫，於焊接過程中會產生無鉛含銀焊錫廢渣，此廢渣中含有銀及錫有價金屬，具回收價值，因此本研究乃利用破碎，

過篩、浸漬溶蝕、調整pH值、離子交換、置換、電解及沉澱等方法，來回收無鉛含銀焊錫廢渣中之銀及錫有價金屬。 本

研究成果顯示，此廢渣經破碎過篩所得之小於50 mesh之粉末，以4N硝酸在固液比為5g/50ml、浸漬溫度為70℃條件下，以

磁石攪拌器攪拌浸漬溶蝕2小時，可將100%之銀與鉛及0.027％之錫予以浸漬溶蝕至浸漬液中，另經過濾後之濾渣即為高純

度氧化錫，此浸漬液以NH4將其pH值調整至2，可將液體中之錫金屬完全去除。再將此濾液中添加足量水合?(N2H4

．H2O)，可將100%之銀與86.67%之鉛予以沉澱，經過濾後之沉澱物在70℃下以5M鹽酸進行酸煮15分鐘，再於常溫下水

洗15 分鐘後，所得之固體經添加硼酸後，於1000℃下熔煉30分鐘，則可獲得100％純度之銀錠。另過濾後所得之含鉛濾液

，可以添加硫酸之方式將鉛100％予以沉澱去除。
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